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(54)实用新型名称

化学沉积系统

(57)摘要

本实用新型的化学沉积系统主要具有一槽

体，该槽体内容置有一化学镀液，可供一加工物

置入进行化学沉积；其中，该槽体的内壁为导电

材料，另具有一牺牲阴极以及一电源，该牺牲阴

极浸置于该化学镀液，而该电源的一正极连接于

该内壁，该电源的一负极则连接于该牺牲阴极，

利用该电源通电让化学镀液内的金属离子可沉

积于该牺牲阴极表面，而不会沉积于该内壁，以

减少化学沉积槽体的保养频率，以及减少沉积在

内壁上的物质脱落而沾附到加工物，以提升化学

沉积的良率。
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1.一种化学沉积系统，主要具有一槽体，该槽体内容置有一化学镀液，可供一加工物置

入进行化学沉积；其特征在于：

该槽体的内壁为导电材料，具有一牺牲阴极以及一电源，该牺牲阴极浸置于该化学镀

液，而该电源的一正极连接于该内壁，该电源的一负极则连接于该牺牲阴极。

2.如权利要求1所述的化学沉积系统，其特征在于，该槽体以导电材料一体制成。

3.如权利要求1所述的化学沉积系统，其特征在于，该槽体于该内壁固定至少一层导电

层。

4.如权利要求1至3任一所述的化学沉积系统，其特征在于，该电源为整流器。

5.如权利要求4所述的化学沉积系统，其特征在于，该电源提供1伏特至2伏特的电压。

6.如权利要求1至3任一所述的化学沉积系统，其特征在于，该内壁的导电材料包括不

锈钢，而该牺牲阴极的材料包括钛、铁或前述金属的合金，该化学镀液包括一铜离子水溶

液。
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化学沉积系统

技术领域

[0001] 本实用新型有关一种化学沉积系统，特别是一种应用于化学镀铜制程且可提升良

率的化学沉积系统。

背景技术

[0002] 印刷电路板(Printed  Circuit  Board ,  PCB)是提供电子零组件在安装与互连时

的主要支撑体，是所有电子产品不可或缺的主要基础零件。印刷电路板可略分为单面板、双

面板及多层板，由于近年来电子产品走向小型、轻量、薄型、高速、高机能、高密度、低成本

化，以及电子封装技术亦朝向高脚数、精致化(fine)与集积化发展，因此印刷电路板亦走向

高密度布线、细线小孔化、复合多层化、薄板化发展。在层数上最主要应用技术为增层式多

层板技术(build  up)及高密度互连技术(High  Density  Interconnection,  HDI)。

[0003] 所谓增层法，在传统压合的多层板外面，再以背胶铜箔(RCC)或铜箔加胶片增层，

其与内在线路板的互连采镀通孔的方法。镀通孔的目的在于使经钻孔后的非导体通孔，在

其孔壁上沉积一层密实牢固并具导电性的金属铜层，做为后续电镀铜的基材(substrate)。

目前最为常用的镀通孔制程为无电镀铜(electroless  copper)，又称为化学镀铜的方法。

[0004] 化学镀铜(chemical  plating)或自催化电镀(auto-catalytic  plating)，是将被

镀物置于槽体中，该槽体内含有欲镀金属离子(如铜离子)的化学镀液，并通过适当的触媒

(如钯)引发欲镀金属离子的连续还原沉积，可在被镀物表面形成金属镀层，使非导体的物

体表面能被导通，以利后续电镀的作业。此种镀铜方式，具有镀层均匀、镀层孔率低、操作简

单、可镀在非导体上等优点。化学镀铜液广泛用于金属化工业中，用于在各种类型的基板上

沉积铜。除了在上述可应用在印刷电路板的制造外，化学镀铜亦用于装饰性塑料行业中，用

于在非导电表面上沉积铜，作为根据需要进一步镀铜、镍、金、银及其他金属的基底。

[0005] 进行化学镀铜时，金属离子除了会沉积于被镀物表面外，亦会沉积于槽体的内壁，

不仅消耗了化学镀液内的金属离子，而且沉积于内壁上的金属结构(如铜)较为松散，容易

掉落于槽体内，若沾附于被镀物上会造成品质不良影响良率。

实用新型内容

[0006] 有鉴于此，本实用新型所解决的技术问题即在于提供一种化学沉积系统，特别是

一种应用于化学镀铜制程且可提升良率的化学沉积系统，为其主要目的。

[0007] 本实用新型所采用的技术手段如下所述。

[0008] 本实用新型中化学沉积系统主要具有一槽体，该槽体内容置有一化学镀液，可供

一加工物置入进行化学沉积；其中，该槽体的内壁为导电材料，另具有一牺牲阴极以及一电

源，该牺牲阴极浸置于该化学镀液，而该电源的一正极连接于该内壁，该电源的一负极则连

接于该牺牲阴极。

[0009] 在一优选具体实施方案中，所述槽体以导电材料一体制成。

[0010] 在一优选具体实施方案中，所述槽体于该内壁固定至少一层导电层。
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[0011] 在一优选具体实施方案中，所述电源为整流器，且可提供1伏特至2伏特的电压。

[0012] 在另一优选具体实施方案中，所述内壁的导电材料包括不锈钢，而该牺牲阴极的

材料包括钛(Ti)、铁(Fe)或前述金属的合金，该化学镀液包括一铜离子水溶液。

[0013] 本实用新型所产生的技术效果：进行化学沉积时，利用该电源通电让化学镀液内

的金属离子可沉积于该牺牲阴极表面，而不会沉积于该内壁，以减少化学沉积槽体的保养

频率，以及减少沉积在内壁上的物质脱落而沾附到加工物，可提升化学沉积的良率。

附图说明

[0014] 图1所示为本实用新型中化学沉积系统的结构示意图。

[0015] 图2所示为本实用新型中化学沉积系统的使用状态示意图。

[0016] 图号说明：

[0017] 化学沉积系统        1

[0018] 槽体                10

[0019] 围边                11

[0020] 容置空间            12

[0021] 内壁                13

[0022] 牺牲阴极            20

[0023] 电源                30

[0024] 正极                31

[0025] 负极                32

[0026] 化学镀液            40

[0027] 加工物              41

[0028] 镀铜层              42。

具体实施方式

[0029] 请参阅图1所示，本实用新型的化学沉积系统1主要具有一槽体10，该槽体10具有

复数围边11以界定一容置空间12，该槽体10的复数围边11的内壁13为金属，如图所示的实

施例中，该槽体10以导电材料一体制成；当然，该槽体10亦可以为非导电材料制成，例如高

分子、陶瓷等，而于该内壁13固定至少一层导电层，例如可利用黏贴、锁固或沉积等方式来

固定该导电层于该内壁13。上述内壁的导电材料包括不锈钢或其他导电材料。

[0030] 该化学沉积系统1并具有一牺牲阴极20以及一电源30，该牺牲阴极20包括一导电

材料，如钛(Ti)、铁(Fe)或前述金属的合金或其他导电材料；其型态可以是由导电材料制成

的一导电底材，或是以导电材料对一非导电基板进行表面处理所制成；该电源30具有一正

极31及一负极32，该正极31连接于该内壁13，该负极32则连接于该牺牲阴极20；该电源30为

整流器。

[0031] 整体使用时，如图2所示，该槽体10的容置空间12容置有一化学镀液40，可供一加

工物41置入进行化学沉积；本案实施例中，该化学镀液包括一铜离子水溶液、一缓冲剂和一

还原剂，该加工物41可以为导体或非导体(例如塑料、陶瓷或玻璃基材等)，该加工物41以及

该牺牲阴极20浸置于该化学镀液40，由该电源30提供1伏特至2伏特的电压并连接至该牺牲
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阴极20以及该内壁13，当该加工物41进行化学沉积其表面形成镀铜层42，化学镀液40内的

铜离子会沉积于该牺牲阴极20表面形成镀铜层42，而不会沉积于该内壁13，使用一段时间

后仅需更换该牺牲阴极20而不需要对槽体内壁进行清理，可减少化学沉积槽体的保养频

率，且亦可改善习有制程中沉积于内壁的松散铜结构，易脱落而沾附到加工物会影响制程

良率的缺失，可提升化学沉积的良率。
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图2
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